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本次发行前，公司国家股、国有法人股股东及持股情况如下：

序号 股东名称或姓名 持股数（万股） 持股比例

１

国家集成电路基金（

ＳＳ

）

２

，

５９１．９６ ７．００％

２

上海科投（

ＳＳ

）

９０．００ ０．２４％

公司股东中不存在外资股股东的情形。

（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前， 发行人的发起人、 控股股东和主要股东之间的关联关系如

下：

励民、黄旭为一致行动人，公司控股股东、实际控制人。

励民为润科欣有限合伙人，持有

６８．５８％

的合伙份额。

国家集成电路基金为上海武岳峰有限合伙人，持有其

２７．７５％

的合伙份额。

除上述关联关系外，本次发行前发行人的发起人、控股股东和主要股东之

间不存在其他关联关系。

四、发行人的主要业务情况

（一）主营业务

公司主营业务为大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，为客户

提供芯片相关产品及技术服务。

自成立以来，公司一直从事集成电路设计行业。公司是国家级高新技术企

业和经工业和信息化部认定的集成电路设计企业，经过近二十年的创新发展，

已经成为国内集成电路设计行业的优势企业。

（二）主要产品及用途

公司主要产品为智能应用处理器芯片、电源管理芯片及其他芯片，同时提

供专业技术服务及与自研芯片相关的组合器件。

１

、智能应用处理器芯片

智能应用处理器芯片， 是在低功耗中央处理器的基础上扩展音视频功能

和专用接口的超大规模集成电路，是智能设备的“大脑”，在智能设备中起着运

算及调用其他各功能构件的作用，集成了中央处理器、图形处理器、视频编解

码器、显示控制器、总线控制器、内存子系统、音频处理器、输入输出子系统以

及各类高速模拟接口等功能模块。 智能应用处理器芯片在满足高性能运算的

同时，大幅降低了功耗，缩小了芯片的物理面积，加强了多媒体处理能力，丰富

了用户输入输出方式，使得智能设备具有体积小、功耗低、发热少、操作便捷、

用户体验好等特点。 通常来说，智能应用处理器芯片加上存储器、电源管理芯

片等少数其他芯片便可与电池、外观件等部件一起组装成智能设备。

目前， 公司的智能应用处理器芯片可以划分为消费电子和智能物联两大

应用领域。

（

１

）消费电子应用领域

消费电子市场以个人消费者为主，公司的

ＳｏＣ

芯片主要应用于平板电脑、

智能盒子、智能手机等消费电子产品。 消费电子产品市场需求巨大，消费者需

求的持续提升、消费电子产品的升级换代、嵌入式

ＣＰＵ

设计技术的快速发展、

产业政策的大力支持， 为消费电子应用处理器芯片市场的持续发展奠定了坚

实的基础。

报告期内， 公司在消费电子应用领域推出了一系列性价比较高的

ＳｏＣ

芯

片，同时基于自主创新的核心技术，公司高端

ＳｏＣ

芯片产品正逐步进入国际高

端消费电子市场。

２０１６

年

８

月，公司成为三星

Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ Ｐｌｕｓ

笔记本电脑（采

用谷歌

Ｃｈｒｏｍｅ

系统）处理器的供应商，实现了中国大陆芯片厂商进入国际科

技巨头高端产品应用处理器芯片核心供应链， 该款笔记本电脑荣获国际消费

类电子产品展览会（

ＣＥＳ

）顶级科技大奖。

２０１８

年

３

月，公司又成为全球首台采用

谷歌

Ｃｈｒｏｍｅ

系统的宏碁

Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ Ｔａｂ １０

平板电脑处理器的供应商。

（

２

）智能物联应用领域

智能物联市场以商业应用为主，公司的

ＳｏＣ

芯片广泛应用于智慧商显、智

能零售、汽车电子、智能安防等智能物联硬件。 近年来，人工智能技术逐渐成

熟，互联网、物联网、新零售等新的经济形态和智能应用领域不断涌现，推动全

球智能应用处理器芯片市场进入新一轮增长。公司顺应经济发展趋势，持续加

大研发投入，凭借

ＳｏＣ

芯片产品的安全性和稳定性优势，逐步进入智能物联应

用领域各细分市场，并已取得了良好的成效，实现了多元化的产品应用。

２

、电源管理芯片

电源管理芯片，是承担电能变换、分配、检测及其他电能管理职责的芯片。

公司开发和量产了一系列与智能应用处理器

ＳｏＣ

芯片相配套的电源管理

芯片。

２０１６

年底，公司与国内主要手机厂商之一的

ＯＰＰＯ

达成战略合作，为其

定制开发了低压大电流高集成度快速充电管理芯片， 与普通的电源管理芯片

相比，在占用体积、能量转换效率和散热量等方面均有较大程度的优化，性能

和可靠性指标均处于市场领先水平。

３

、其他芯片

公司的其他芯片包括音频专用芯片、无线连接芯片、接口扩展芯片等，主

要用于实现音频播放、无线连接、接口扩展等功能。

４

、技术服务

公司在设计、开发和销售芯片产品的同时，还为客户提供技术服务，主要

包括技术开发服务和技术咨询服务和技术授权。技术开发服务，主要是依靠公

司自身的技术优势和市场资源，与英特尔、谷歌等国际大型企业合作，为其提

供特定领域的技术开发服务。 技术咨询服务， 主要是为客户提供开发软件工

具、 硬件参考设计等服务， 以便其在公司的芯片产品上进行再次开发或产业

化。 技术授权，主要是向客户提供算法、软件等技术授权。

５

、组件

组件是搭载公司自研芯片的组合器件，为公司

２０１９

年新开发产品，包括开

源平台硬件（开发板）和人工智能计算棒，主要面向电子产品开发者或热爱者

等终端用户。

开源平台硬件（开发板），是指公司设计的标准化开发工具，包括中央处理

器、存储器、输入输出设备和外部接口等元器件，可用于项目评估、功能验证、

应用开发等，缩短产品研发及量产周期，还可用于算法研究、高校教学实验和

课题研究等。

人工智能计算棒， 是指具备人工智能编程及深度学习能力的外接式开发

工具，可以作为

ＡＩ

加速器，在各场景的开发应用中，使原型设备运行得更加快

速、智能。

（三）公司的主要业务模式

作为集成电路设计企业，公司采用行业常用的

Ｆａｂｌｅｓｓ

经营模式，即专门从

事集成电路的研发设计，晶圆制造和测试、芯片封装和测试均委托专业的集成

电路制造企业、 封装测试企业完成， 取得芯片成品后对外销售并提供技术服

务。

１

、研发设计模式

公司坚持“源于需求、找准痛点、发挥优势、服务市场”的研发理念，建立了

以技术创新为引领的前瞻性策略和以市场需求为导向的服务性策略相结合的

研发模式，量产一代、预研一代。 对重大的新产品布局，以前瞻性策略为主，通

过预判未来市场发展方向，提前一至两年开展相关产品的研发；对已有产品线

的衍生或迭代开发， 以市场需求为导向， 根据客户的具体需求对产品进行改

良、优化和提升。

公司研发工作由总经理负责，常设管理机构为总工程师办公室，设置芯片

设计、应用开发、技术平台和工程验证四大类职能部门。 芯片设计部门负责芯

片、固件、版图设计，应用开发部门负责软件模块开发和样机设计，技术平台部

门负责提供技术支持，工程验证部门负责研发全过程的测试验证和质量管控。

２

、采购生产模式

公司为

Ｆａｂｌｅｓｓ

集成电路设计企业，专注于从事设计和销售环节，生产模式

为委外生产，向晶圆厂商采购晶圆、向封装测试厂商采购封装测试服务。 公司

建立了较为严格的采购管理制度，对供应商的选择和调整、生产流程的监督和

管理等进行了详细规定，形成了由质控部、采购物流部、研发中心、业务部及财

务部等多部门参与、协同联动的采购机制，确保对供应商管理的有效性。

３

、技术服务模式

公司提供的技术服务， 主要包括技术开发服务、 技术咨询服务和技术授

权。

相应地，公司存在三种技术服务模式：一是根据客户需求，整合公司技术

资源，为客户提供技术开发服务；二是为客户提供开发软件工具包、硬件参考

设计等技术咨询服务；三是向客户提供算法、软件等技术授权。

４

、销售模式

公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。公司建立了较为健全的信用

政策，定期对客户的信用状况进行评估，根据客户的信用情况给予不同的信用

额度和信用期限，对部分交易金额较小或新增客户预收部分或全部账款，最大

限度地减少发生坏账的风险。

在经销模式下，经销商向公司采购芯片后销售给整机厂或方案商。公司与

经销商签订经销框架性协议，每笔销售再以订单形式进行。公司与经销商的合

作方式为买断式销售，即公司将商品销售给经销商后，商品的所有权已转移至

经销商。 经销商在采购公司产品后，除因产品出现质量问题，并经公司确认后

可以要求退换货外，其他情况均不得要求退换货，经销商自行承担产品销售、

库存等风险。 该模式下，公司始终保持、密切跟踪经销商主要终端客户在产品

开发、市场推广等方面的动态信息，确保公司了解主要终端客户的需求，及时

给予技术支持， 在较大程度上缓解了传统经销模式带来的信息不畅和市场管

理难度大的风险。

在直销模式下，公司直接向整机厂、方案商销售芯片，或是提供专业技术

服务。整机厂直接采购芯片用于生产智能终端产品；方案商具有一定的技术开

发和器件组装能力，采购芯片后经过二次开发，形成一套包括芯片、存储器、显

示屏、印刷电路板、外设接口等在内的应用方案并销售给整机厂等终端客户；

整机厂、方案商根据具体产品应用或其他需求，向公司购买技术开发服务或技

术咨询服务。

（四）发行人主要原材料、能源及其供应情况

１

、主要原材料采购情况

作为

Ｆａｂｌｅｓｓ

型集成电路设计企业， 晶圆和封装测试服务是公司采购的主

要原材料。报告期内，公司原材料采购价格受产品结构变化等因素影响有所波

动，具体情况如下：

年度 类别 金额（万元） 数量 单价（元）

２０１９

年

１－６

月

晶圆代工

９

，

８６３．８５ １２

，

９７５

（片）

７

，

６０２．２０

封装测试

７

，

１５８．９０ ４

，

５２２．７０

（万颗）

１．５８

２０１８

年度

晶圆代工

５１

，

４８７．９２ ４１

，

２７５

（片）

１２

，

４７４．３６

封装测试

１５

，

８６５．５２ ８

，

６８７．７９

（万颗）

１．８３

２０１７

年度

晶圆代工

５３

，

５３０．５１ ３５

，

５０６

（片）

１５

，

０７６．４７

封装测试

１５

，

０２５．８４ ７

，

３１６．４７

（万颗）

２．０５

２０１６

年度

晶圆代工

５５

，

０８１．６７ ３４

，

３２８

（片）

１６

，

０４５．７０

封装测试

１６

，

６９９．２６ ６

，

２４６．１１

（万颗）

２．６７

注：封装测试采购金额包括芯片封装、芯片测试采购金额

２

、主要能源及供应情况

公司不直接从事生产环节， 能源需求主要为办公用电用水， 价格较为稳

定，相关成本在总成本中占比较小。

３

、前五大供应商采购情况

报告期内，公司前五名供应商采购情况如下：

单位：万元

年度 序号 供应商名称 采购金额 占比 采购内容

２０１９

年

１－６

月

１

格罗方德

５

，

７７４．９９ ３１．００％

晶圆代工

２

矽品精密工业股份有限公司小计

５

，

３８４．５８ ２８．９１％ －

矽品科技（苏州）有限公司

５

，

２６０．０５ ２８．２４％

封装测试

矽品精密工业股份有限公司

１２４．５３ ０．６７％

封装测试

３

中芯国际集成电路制造有限公司小计

４

，

０４４．８６ ２１．７２％ －

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司

２

，

６４７．４０ １４．２１％

晶圆代工

中芯国际集成电路制造（上海）有限公司

１

，

３９７．４５ ７．５０％

晶圆代工

４

京隆科技（苏州）有限公司 小计

９３５．９６ ５．０２％ －

京隆科技（苏州）有限公司

９３４．１１ ５．０１％

封装测试

京元电子股份有限公司

１．８４ ０．０１％

封装测试

５

天水华天科技股份有限公司小计

８０９．４０ ４．３５％ －

华天科技（西安）有限公司

８０４．４２ ４．３２％

封装测试

天水华天科技股份有限公司

４．９７ ０．０３％

封装测试

合计

１６

，

９４９．７８ ９１．００％ －

２０１８

年度

１

格罗方德

４０

，

８２０．４８ ５８．６０％

晶圆代工

２

矽品精密工业股份有限公司 小计

１３

，

０６１．６１ １８．７５％ －

矽品科技（苏州）有限公司

１２

，

６５１．６９ １８．１６％

封装测试

矽品精密工业股份有限公司

４０９．９１ ０．５９％

封装测试

３

中芯国际集成电路制造有限公司 小计

１０

，

６４３．８６ １５．２８％ －

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司

６

，

７０７．４５ ９．６３％

晶圆代工

中芯国际集成电路制造（上海）有限公司

３

，

８９７．２０ ５．５９％

晶圆代工

中芯国际集成电路制造（天津）有限公司

３９．２１ ０．０６％

晶圆代工

４

京隆科技（苏州）有限公司

１

，

４７１．４８ ２．１１％

封装测试

５

天水华天科技股份有限公司 小计

１

，

３３１．１１ １．９１％ －

华天科技（西安）有限公司

１

，

３１３．７７ １．８９％

封装测试

天水华天科技股份有限公司

１７．３５ ０．０２％

封装测试

合计

６７

，

３２８．５４ ９６．６５％ －

２０１７

年度

１

格罗方德

２９

，

３２３．０４ ３７．５０％

晶圆代工

２

矽品精密工业股份有限公司 小计

１３

，

１４１．９１ １６．８１％ －

矽品科技（苏州）有限公司

１２

，

６３３．６９ １６．１６％

封装测试

矽品精密工业股份有限公司

５０８．２２ ０．６５％

封装测试

３

台湾积体电路制造股份有限公司

１２

，

２９８．１２ １５．７３％

晶圆代工

４

中芯国际集成电路制造有限公司 小计

１１

，

９０９．３６ １５．２３％ －

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司

７

，

９２９．７８ １０．１４％

晶圆代工

中芯国际集成电路制造（上海）有限公司

３

，

９２０．７７ ５．０１％

晶圆代工

中芯国际集成电路制造（天津）有限公司

５８．８２ ０．０８％

晶圆代工

５ ＷＰＩ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

（

Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ

）

Ｌｉｍｉｔｅｄ ５

，

８０７．１６ ７．４３％

辅助材料

合计

７２

，

４７９．５８ ９２．６９％ －

２０１６

年度

１

格罗方德

３１

，

６１５．０２ ３５．２７％

晶圆代工

２

中芯国际集成电路制造有限公司 小计

１８

，

２５５．７３ ２０．３７％ －

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司

１４

，

３９４．０７ １６．０６％

晶圆代工

中芯国际集成电路制造（上海）有限公司

３

，

７２４．４２ ４．１６％

晶圆代工

中芯国际集成电路制造（天津）有限公司

１３７．２４ ０．１５％

晶圆代工

３

英特尔

１４

，

４３３．５９ １６．１０％

成品芯片

４

矽品精密工业股份有限公司 小计

１２

，

７４３．０７ １４．２２％ －

矽品科技（苏州）有限公司

１２

，

３９２．８３ １３．８３％

封装测试

矽品精密工业股份有限公司

３５０．２４ ０．３９％

封装测试

５

台湾积体电路制造股份有限公司

５

，

２１０．９２ ５．８１％

晶圆代工

合计

８２

，

２５８．３３ ９１．７７％ －

截至

２０１９

年

５

月

２１

日，国家集成电路基金间接持有中芯国际集成电路制造

有限公司

１９．４１％

股份。中芯国际集成电路制造（北京）有限公司、中芯国际集成

电路制造（上海）有限公司和中芯国际集成电路制造（天津）有限公司系受同一

实际控制人中芯国际集成电路制造有限公司控制的企业， 为公司主要晶圆代

工厂之一。

截至

２０１９

年

６

月

３０

日，国家集成电路基金持有江苏长电科技股份有限公司

１９％

股份，为其第一大股东；持有华天科技（西安）有限公司

２７．２３％

股份，为其

第二大股东，江苏长电科技股份有限公司和华天科技（西安）有限公司为公司

主要封装测试厂。

国家集成电路基金是经国务院批准， 为促进国家集成电路产业发展而设

立的国家产业投资基金，主营业务为投资集成电路行业内企业，重点投资集成

电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。 自

２０１４

年

９

月

成立以来， 国家集成电路基金投资了国内多家集成电路行业企业。

２０１７

年

１２

月，基于公司领先的技术优势和良好的经营业绩及增长前景，国家集成电路基

金入股公司，持有公司

７．００％

的股份。

公司与中芯国际、江苏长电科技股份有限公司、华天科技（西安）有限公司

之间的交易属于正常商业合作，交易价格公允，中芯国际、江苏长电科技股份

有限公司不存在为公司代垫费用、输送利益的情形。根据《公司法》、《企业会计

准则第

３６

号

─

关联方披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中芯国际、

江苏长电科技股份有限公司、华天科技（西安）有限公司不属于公司的关联方。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联

方和其他持有公司

５％

以上股份的股东未在上述供应商中拥有权益。 上述供应

商与公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

报告期内，公司前五大供应商基本情况如下：

序

号

公司名称 基本情况 性质

进入前五

年份

１

中芯国际集成电

路制造有限公司

成立于

２０００

年，总部位于中国上海，中国内地规模最

大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业，已在纽约

证券交易所（股票代码：

ＳＭＩ

）和港交所（股票代码：

９８１

）上市。

晶圆代

工厂商

２０１６

年

２０１７

年

２０１８

年

２０１９

年

１－６

月

２

格罗方德

成立于

２００９

年，总部位于美国，全球知名的半导体制

造企业，面向全球客户提供晶圆代工服务。

晶圆代

工厂商

２０１６

年

２０１７

年

２０１８

年

２０１９

年

１－６

月

３

矽品精密工业股

份有限公司

成立于

１９８４

年，总部位于中国台湾，全球知名的芯片

封装测试企业，主要提供各类集成电路封装、测试服

务。

封装测

试厂商

２０１６

年

２０１７

年

２０１８

年

２０１９

年

１－６

月

４

英特尔

详见本招股意向书第六节之“三、（四）主要竞争对手

情况”的相关内容。

成品芯

片厂商

２０１６

年

５

台湾积体电路制

造股份有限公司

成立于

１９８７

年，总部位于中国台湾，全球最大的晶圆

代工厂商，向全球客户提供晶圆代工服务，已在纽约

证券交易所（股票代码：

ＴＳＭ

）和台湾证券交易所（股

票代码：

２３３０

）上市。

晶圆代

工厂商

２０１６

年

２０１７

年

６

ＷＰＩ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

（

Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ

）

Ｌｉｍｉｔｅｄ

位于香港，是一家半导体零件分销商，为大联大投资

控股股份有限公司控制的企业， 分销产品品类较为

齐备，包括英特尔、德州仪器、海力士等国际大厂。

半导体

零件分

销商

２０１７

年

７

京隆科技（苏州）

有限公司

成立于

２００２

年， 是全球著名的集成电路测试公司台

湾京元电子股份有限公司在中国大陆的子公司。 台

湾京元电子股份有限公司已在台湾证券交易所 （股

票代码：

２４４９

）上市。

封装测

试厂商

２０１８

年

２０１９

年

１－６

月

８

天水华天科技股

份有限公司

成立于

２００３

年，总部位于中国甘肃天水市，是国内领

先、国际著名封装测试代工厂，已在深圳证券交易所

（股票代码：

００２１８５

）上市。

封装测

试厂商

２０１８

年

２０１９

年

１－６

月

注：公司向

ＷＰＩ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

（

Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ

）

ＬＴＤ

采购产品为内存芯片裸片

（即未封装的晶圆粒）， 与公司

ＲＫ１６０８

裸片进行多芯片封装 （即

ＭＣＰ

，

Ｍｕｌｔｉ－

ｃｈｉｐ Ｐａｃｋａｇｅ

），从而提升整体应用解决方案的便携性和性价比。

（五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

１

、行业竞争情况

（

１

）行业内的主要企业

①

英特尔

英特尔成立于

１９６８

年，总部位于美国，全球最大的个人计算机零件和

ＣＰＵ

制造商，产品应用在个人计算机、服务器、平板电脑、智能手机等众多领域，已

在美国纳斯达克证券交易上市。

②

联发科

联发科成立于

１９９７

年，总部位于中国台湾，主要从事无线通讯及数字多媒

体等技术领域的

ＩＣ

设计，提供的芯片整合系统解决方案包含智能手机、平板电

脑无线通讯、高清数字电视、光储存、

ＤＶＤ

及蓝光等，已在台湾证券交易所上

市。

③

海思半导体

深圳市海思半导体成立于

２００４

年，总部位于中国深圳，华为技术有限公司

的控股子公司，主要从事消费类电子、通信等领域的芯片与模块解决方案，产

品主要运用于智能手机、视频监控、

ＩＰＴＶ

等。

④

晶晨半导体

晶晨半导体（上海）股份有限公司成立于

２００３

年，总部位于中国上海，在视

频、音频和图像处理领域提供先进的产品解决方案，广泛应用于数字电视、数

码相框、家庭媒体中心和机顶盒等消费电子产品。

⑤

德州仪器

德州仪器是全球知名的半导体公司，总部位于美国，为世界领先的数字信

号处理和模拟技术的设计商和供应商，主要产品包括模拟产品、嵌入式处理器

和无线产品等，已在纳斯达克证交所上市。

（

２

）同行业可比上市公司

基于相关性和可比性原则，在综合考虑同行业上市公司业务模式、产品结

构的基础上，公司选取珠海全志科技股份有限公司、中颖电子股份有限公司、

北京君正集成电路股份有限公司、圣邦微电子（北京）股份有限公司、深圳市富

满电子集团股份有限公司、晶晨半导体（上海）股份有限公司等

６

家公司作为同

行业可比上市公司。上述公司的芯片产品或应用领域，与公司较为接近或有所

重叠；除深圳市富满电子集团股份有限公司部分封装测试自行生产完成外，上

述公司均采取

Ｆａｂｌｅｓｓ

模式，主要从事集成电路设计，芯片的制造、封装和测试

等主要通过委外方式实现。

①

珠海全志科技股份有限公司

珠海全志科技股份有限公司（股票代码：

３００４５８

）成立于

２００７

年

９

月，总部

位于珠海， 主要从事智能应用处理器

ＳｏＣ

芯片及智能电源管理芯片等集成电

路细分行业，产品可广泛应用于平板电脑、高清视频、移动互联网设备、智能家

居、行车记录仪等智能终端硬件。

２０１８

年，该公司实现营业收入

１３．６５

亿元，净

利润

１．０８

亿元。

②

中颖电子股份有限公司

中颖电子股份有限公司（股票代码：

３００３２７

），成立于

１９９４

年

７

月，总部位于

上海，主要从事单片机（

ＭＣＵ

）集成电路的设计和销售，产品主要应用于笔记

本电脑、智能手机、平板电脑、电动工具、电动自行车、

ＵＰＳ

和移动基站等领域

的锂电池管理和保护。

２０１８

年，该公司实现营业收入

７．５６

亿元，净利润

１．６１

亿

元。

③

北京君正集成电路股份有限公司

北京君正集成电路股份有限公司（股票代码：

３００２２３

），成立于

２００５

年

７

月，

总部位于北京，主要从事嵌入式

ＣＰＵ

芯片及配套软件平台的研发和销售，产品

主要应用于移动便携设备领域，如便携消费电子、便携教育电子、移动互联网

终端设备等。

２０１８

年，该公司实现营业收入

２．６０

亿元，净利润

０．１４

亿元。

④

圣邦微电子（北京）股份有限公司

圣邦微电子（北京）股份有限公司（股票代码：

３００６６１

），成立于

２００７

年

１

月，

总部位于北京，主要从事电源管理、信号链芯片产品等集成电路细分行业，产

品可广泛应用于手机、电视、

ＤＶＤ

、数码相机、笔记本电脑、消费电子产品、汽

车电子、工业自动控制、医疗仪器、液晶显示等众多领域。

２０１８

年，该公司实现

营业收入

５．７２

亿元，净利润

１．０４

亿元。

⑤

深圳市富满电子集团股份有限公司

深圳市富满电子集团股份有限公司（股票代码：

３００６７１

），成立于

２００１

年

１１

月，总部位于深圳，主要从事电源管理类芯片、

ＬＥＤ

控制及驱动类芯片等集成

电路细分行业，产品主要应用于平板电脑、蓝牙音响、

ＬＥＤ

显示和照明市场、移

动电源等。

２０１８

年，该公司实现营业收入

４．９７

亿元，净利润

０．５３

亿元。

⑥

晶晨半导体（上海）股份有限公司

晶晨半导体（上海）股份有限公司成立于

２００３

年

７

月，总部位于上海，主要

从事多媒体智能终端

ＳｏＣ

芯片的研发、设计与销售，产品主要应用于智能机顶

盒、智能电视和

ＡＩ

音视频系统终端等领域。

２０１８

年，该公司实现营业收入

２３．６９

亿元，净利润

２．８２

亿元。

２

、发行人在行业中的竞争地位

公司致力于系统级

ＳｏＣ

芯片的研究和开发， 是国内具有自主研发能力并

掌握核心技术的集成电路设计企业之一。

公司坚持创新引领、前瞻布局，是国内应用处理器芯片设计企业向高性能

领域拓展的先锋企业之一。在消费电子和智能物联应用处理器领域，公司先后

推出了一系列性能较为领先的中高端应用处理器芯片， 其中高端芯片的性能

均显著高于同时期、同领域国内其他设计企业最新产品的性能。

２０１８

年

３

月，全

球科技市场权威研究机构

ＩＣ Ｉｎｓｉｇｈｔｓ

发布

２０１７

年度全球

Ｆａｂｌｅｓｓ

芯片供应商前

５０

名排名榜，包括公司在内的

１０

家中国大陆企业位列其中。

在消费电子应用领域， 公司高端

ＳｏＣ

芯片产品正逐步进入国际高端消费

电子市场。公司先后与英特尔合作推出

ＳｏＦＩＡ ３ＧＲ

芯片产品，与谷歌和三星合

作推出

Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ

笔记本电脑和平板电脑，成为国内少数与英特尔、谷歌、三

星等国际

ＩＴ

行业巨头均有深度合作的中国集成电路设计企业之一。

在智能物联应用领域，公司是国内少数具备国际竞争力的设计企业之一，

公司的

ＳｏＣ

芯片产品正在广泛应用于人工智能系统平台、 智慧商显、 智能零

售、汽车电子、智能安防等领域，应用领域广泛，市场占有率较高，有效地带动

了传统产业的转型升级，服务、支持和促进了新经济的发展。

公司在构建较为丰富产品线、 拓展产品应用领域的同时积极布局人工智

能，自

２０１７

年以来，已陆续推出了多款人工智能

ＳｏＣ

芯片产品。

２０１８

年

４

月，全

球科技市场权威研究机构

Ｃｏｍｐａｓｓ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ

，

ＬＬＣ

发布全球人工智能企业排

行榜，公司位列全球第

２０

位，在中国大陆企业中仅次于华为海思半导体位列第

２

位。

公司是国家级高新技术企业、国家规划布局内集成电路设计企业、工业和

信息化部软件与集成电路促进中心评选的“十年（

２００１－２０１０

）中国芯”领军设

计企业，报告期内公司芯片产品多次获得中国芯评选的“最佳市场表现奖”。公

司芯片产品已陆续被三星、索尼、华为、

ＯＰＰＯ

、

ＶＩＶＯ

、华硕、海尔、腾讯、宏碁

等国内外品牌厂商采用，形成了良好的品牌、口碑和行业地位。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）主要固定资产

公司的固定资产主要包括房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备等。

截至

２０１９

年

６

月

３０

日，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目 原值 净值 成新率

房屋建筑物

２

，

０１５．６０ １

，

１４５．９３ ５６．８５％

通用设备

５２７．５６ １６０．８５ ３０．４９％

专用设备

４

，

８３３．３３ １

，

３５３．９７ ２８．０１％

运输设备

１２９．３５ ６．４７ ５．００％

合计

７

，

５０５．８４ ２

，

６６７．２２ ３５．５４％

１

、自有房产

截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有的房屋建筑物如下：

权利人 房屋座落 面积（㎡） 登记时间 用途 产权证号 抵押

发行人 鼓楼区软件大道

１８

号楼

３

，

３１６．５７ ２０１６ ／ １ ／ １３

科研

榕房权证

ＦＺ

字第

１６００２８３６

号

无

发行人

鼓楼区软件大道

８９

号

２１

号

楼

３

，

３６３．２０ ２０１６ ／ １ ／ １３

科研

榕房权证

ＦＺ

字第

１６００２８３５

号

无

２

、租赁房产

截至本招股意向书摘要签署日，公司租赁的房屋建筑物如下：

承租方 出租方 房屋座落 面积（㎡） 租赁期限 用途

发行人

福州软件园产业基地

开发有限公司

福州市鼓楼区软件大道

８９

号

福州软件园

Ａ

区

２０

号楼

３

，

４６１．２３

２０１５ ／ ６ ／ １５－

２０２０ ／ ６ ／ ３０

科研

深圳分公司

深圳万利达电子工业

有限公司

深圳市南山区科技园万利达

科技大厦

２１

层

２

，

５１１．４５

２０１５ ／ ５ ／ ２６－

２０２０ ／ ５ ／ ２５

办公

研发

北京分公司

都会洪业（天津）有限

公司北京欧美汇房屋

出租分公司

北京市海淀区海淀东三街

２

号

欧美汇大厦第

１３

层

０１－０４

单元

７９０．００

２０１６ ／ １２ ／ ０１－

２０１９ ／ １１ ／ ３０

写字

楼

北京东升知春物业管

理中心

北京市海淀区知春路

６

号锦秋

国际大厦

４

层

Ｂ０３

室

５９８．３６

２０１９ ／ ９ ／ ６－

２０２１ ／ ９ ／ ５

办公

上海分公司

上海中京电子标签集

成技术有限公司

上海市浦东新区盛夏路

５００

弄

１

号

６

楼整层

１

，

０６２．１７

２０１８ ／ １１ ／ １６－

２０２１ ／ １１ ／ １５

办公

杭州拓欣

杭州高新技术产业开

发区科技创业服务中

心

杭州市西湖区文三路

１９９

号创

业大厦

４１８

室

４２８．００

２０１７ ／ ９ ／ １６－

２０２０ ／ ９ ／ １５

科研

上海翰迈

上海中京电子标签集

成技术有限公司

上海市浦东新区盛夏路

５００

弄

２

号

６

楼整层

１

，

０６９．７０

２０１８ ／ １１ ／ １６－

２０２１ ／ １１ ／ １５

办公

香港瑞芯微

ＬＡＷ ＳＵＥＴ ＫＡＭ

香港新界屯门建发街

１１

号好

景工业大厦

０７

楼

１５

室

８８．４４

２０１８ ／ ３ ／ １０－

２０２０ ／ ３ ／ ９

工业

（二）主要无形资产

截至

２０１９

年

６

月

３０

日，公司无形资产情况如下：

单位：万元

项目 原值 净值 成新率

应用软件

１５７．９６ ７１．３３ ４５．１６％

ＩＰ

核与技术授权

１９

，

３６４．５２ １１

，

２４２．２２ ５８．０６％

合计

１９

，

５２２．４８ １１

，

３１３．５５ ５７．９５％

１

、土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有

２

处土地使用权，均无抵押。

２

、商标

截至查询日（

２０１９

年

８

月

１３

日），公司在境内拥有

３５

项已注册商标；截至查

询日（

２０１９

年

７

月

４

日），在境外拥有

５

项已注册商标。

３

、专利

截至查询日（

２０１９

年

８

月

１３

日），公司拥有专利

３９８

项，其中：发明专利

３７６

项

（中国专利

３７４

项、美国专利

２

项）、实用新型专利

２２

项。

４

、计算机软件著作权

截至查询日（

２０１９

年

８

月

１３

日），公司已登记计算机软件著作权

２０７

项。

５

、集成电路布图设计

截至查询日（

２０１９

年

８

月

１３

日），公司已登记集成电路布图设计

２７

项。

６

、域名注册证书

截至查询日（

２０１９

年

８

月

１３

日），公司已注册

３

项域名。

７

、技术许可情况

公司购买的技术授权包括

ＩＰ

核和

ＥＤＡ

设计工具。

ＳｏＣ

芯片通常包括

ＣＰＵ

、

ＧＰＵ

、接口等各个功能模块。近年来，电子信息产业

快速发展，芯片集成度越来越高，单一集成电路设计企业难以在较短时间内自主

设计芯片上的所有模块。对于较为常用也较为复杂的特定功能模块即

ＩＰ

核，集成

电路设计企业通常倾向于直接购买技术授权，以较大幅度地缩短芯片设计周期。

ＩＰ

核授权许可费用存在两种模式，一是支付固定授权费用，二是支付固定授权费

用和提成费，提成费与相关芯片产品的销售情况挂钩。 其中：

ＣＰＵ

、

ＧＰＵ

等主要

ＩＰ

核一般采用“固定授权费

＋

提成费”的支付方式，接口类等辅助

ＩＰ

核则多采用

“固定授权费”的支付方式，为行业内普遍采用的授权许可费用方式。

ＥＤＡ

设计工具为芯片设计辅助软件工具，有助于提高设计效率。

截至

２０１９

年

６

月

３０

日，公司被授权使用的主要技术许可如下：

序

号

授权方

主要技术

内容

定价依据 主要合同条款

１

ＡＲＭ

、 安

谋科技

ＣＰＵ ／ ＣＰＵ

周边配套

／

ＧＰＵ

类

ＩＰ

核

按市场价协

商确定：固

定授权费和

提成费

１

、授权方式：世界范围内，非独占、不可转让授权；

２

、使用限制：未经授权方的事先书面同意，公司不得及不

得允许任何第三方修改、改进等；

３

、支持与维护服务：需要提供相应的关于技术支持和维护

服务；

４

、授权到期后安排：授权期满后，公司不得利用相应技术

进行产品开发，但是在期满日前已在售的产品，公司可以

继续生产、销售，但应当按销量支付提成费用。

２

芯 原 微 电

子 （上海）

有限公司

ＶＰＵ

类、

ＤＳＰ

类

ＩＰ

核

按市场价协

商确定：固

定授权费和

提成费

１

、授权方式：世界范围内，非独占、不可转让授权；

２

、使用限制：未经授权方的事先书面同意，公司不得及不

得允许任何第三方修改、改进等；

３

、产品和软件支持：在公司遵守协议条款和条件的前提下，

公司将按照合同规定向公司提供产品和软件支持服务；

４

、授权到期后安排：授权期满后，公司不得利用相应技术

进行产品开发，但是在期满日前已在售的产品，公司可以

继续生产、销售，但应当按销量支付提成费用。

３

ＳＴ

Ｍｉｃｒｏｅｌｅｃ鄄

ｔｒｏｎｉｃｓ

Ｉｎｔｅｒｎａ鄄

ｔｉｏｎａｌ Ｎ．Ｖ．

接口类

ＩＰ

核

按市场价协

商确定：固

定授权费

１

、授权方式：世界范围内，非独占、不可转让授权；

２

、使用限制：未经授权方的事先书面同意，公司不得及不

得允许任何第三方修改、改进等；

３

、授权到期后安排：授权期限到期后，公司不得再使用授

权技术进行研发，但在到期日前已经集成到公司相关产品

中的，相关产品仍可以继续销售。

４

Ｍｅｎｔｏｒ

Ｇｒａｐｈｉｃｓ

（

Ｉｒｅｌａｎｄ

）

Ｌｉｍｉｔｅｄ

ＥＤＡ

设计

工具

按市场价协

商确定：固

定授权费

１

、授权方式：世界范围内，非独占、不可转让授权；

２

、使用限制：未经授权方的事先书面同意，公司不得及不

得允许任何第三方修改、改进等；

３

、授权到期后安排：除特别约定外，授权许可在授权期限结

束时自动终止，合同终止后，公司应保证已停用所有受影

响的产品，应返还硬件并将公司拥有的软件返还或销毁。

５ Ｓｙｎｏｐｓｙｓ

ＥＤＡ

设 计

工具

／

接口

类

ＩＰ

核

按市场价协

商确定：固

定授权费

１

、授权方式：世界范围内，非独占、不可转让授权；

２

、使用限制：未经授权方的事先书面同意，公司不得及不

得允许任何第三方修改、改进等；

３

、授权到期后安排：授权期限到期后，公司不得再使用授

权技术进行研发，但在到期日前已经集成到公司相关产品

中的，相关产品仍可以继续销售。

８

、资质和认证情况

经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务

总局认定， 公司为

２０１１－２０１２

、

２０１３－２０１４

年度国家规划布局内集成电路设计

企业，证书编号分别为

Ｊ－２０１１－０２３

、

Ｊ－２０１３－０１３

。

经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税

务局认定，公司为高新技术企业，证书编号

ＧＲ２０１７３５０００１７６

。

经福建省经济贸易委员会、福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国

家税务局、福建省地方税务局、福州海关、厦门海关认定，公司为省级企业技术

中心。

经福建省信息化局认定，公司为福建省软件骨干企业。

经福建省知识产权局认定，公司为福建省知识产权优势企业。

六、同业竞争与关联交易

（一）同业竞争

公司主营业务为大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，为客户

提供芯片产品及技术服务。 公司的控股股东、实际控制人为励民、黄旭。

截至本招股意向书摘要签署日，除本公司外，公司实际控制人励民先生控

制的其他企业情况如下：

公司名称 持股情况 经营范围

／

主要从事业务

福州福瑞新股权投资

合伙企业（有限合伙）

励民和其配偶钱鸿萍分别持

有

８０．００％

和

１２．００％

的合伙份

额

非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服

务； 受托对非证券类股权投资管理及股权投资

有关的咨询服务。

报告期内，公司与福州福瑞新股权投资合伙企业（有限合伙）不存在从事

相同或相似业务的情况，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不

存在同业竞争。

（二）关联交易

１

、经常性关联交易

报告期内，公司向董事、监事、高级管理人员支付的薪酬分别为

６４２．８６

万

元、

７４７．０５

万元、

８４６．４１

万元和

３７０．５４

万元。

除此之外，公司不存在其他经常性关联交易。

２

、偶发性关联交易

报告期内，公司不存在偶发性关联交易。

（三）独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项进行了认真审核， 认为公司报告期内

发生的关联交易公允合法，未损害公司和其他股东利益，关联董事在表决时进

行了回避。

（四）关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，在发行人改制成为股份公司之前，公司股权结构简单，未制订

专门的关联交易管理制度。自发行人完成股份制改制后，公司及时制定了专门

的《关联交易管理制度》。报告期内，发行人除本节披露的“六、同业竞争与关联

交易”之“（二）关联交易”之外，不存在其他关联交易行为。 对于未来可能新增

的关联交易行为，发行人将严格履行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事

会议事规则》、《关联交易管理制度》及《防止控股股东及关联方资金占用制度》

等有关制度规定的决策程序，杜绝发生损害公司及中小股东利益之情形。

七、董事、监事、高级管理人员情况

１

、发行人董事、监事、高级管理人员基本信息

（

１

）董事会成员

姓名 职务 性别 年龄 任期 简历

励民 董事长 男

５３

２０１８

年

７

月

－

２０２１

年

７

月

曾任福州福联科技开发公司职员，福州瑞科电

子有限公司董事长、总经理；现任公司董事长、

总经理。 曾获得福建省杰出软件人才、福建省

突出贡献企业家、福州市首届优秀人才、海西

创业英才等荣誉。

黄旭 董事 男

５１

２０１８

年

７

月

－

２０２１

年

７

月

曾任福州港务局松门港务公司职员，福州瑞科

电子有限公司职员；现任公司董事、副总经理。

高松涛 董事 男

４８

２０１８

年

７

月

－

２０２１

年

７

月

曾任职于机械电子工业部科技司、电子工业部

科技质量司、信息产业部、工业和信息化部办

公厅、工业和信息化部软件与集成电路促进中

心、上海半导体装备材料产业投资管理有限公

司；现任公司董事，华芯投资管理有限责任公

司副总裁， 国微技术控股有限公司非执行董

事，深圳市汇顶科技股份有限公司、北京北斗

星通导航技术股份有限公司、 和芯星通科技

（北京）有限公司、北京紫光展讯投资管理有限

公司、北京紫光展锐科技有限公司、成都赛普

为实科技有限公司、深圳市中兴微电子技术有

限公司及北京华大九天软件有限公司董事。

叶翔

独立

董事

男

５４

２０１８

年

７

月

－

２０２１

年

７

月

曾任职于中国人民银行外资司、 香港金融管

理局、中银国际证券有限公司、香港证券及期

货事务监察委员会、 神州数码集团股份有限

公司；现任公司独立董事，汇信资本有限公司

董事、总经理，五菱汽车集团控股有限公司、

大唐环境产业集团股份有限公司、

５１

信用卡

有限公司及晋商银行股份有限公司独立非执

行董事，瑞银证券有限责任公司独立董事，宁

波信汇前海资产管理有限公司、 宁波信汇前

海股权投资有限公司执行董事、 经理，

ＶｉｓｉｏｎＧａｉｎ Ｃａｐｉｔａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ａｄｖｉｓｏｒｓ

（

Ｃａｙｍａｎ Ｉｓｌａｎｄｓ

）、 杭州碧海银帆科技有限公

司及深圳天保达物流科技有限公司董事。

黄兴孪

独立

董事

男

４４

２０１８

年

７

月

－

２０２１

年

７

月

现任公司独立董事， 厦门大学管理学院会计

学副教授，厦门金达威集团股份有限公司、嘉

亨家化股份有限公司独立董事。

（

２

）监事会成员

姓名 职务 性别 年龄 任期 简历

洪波

监事会

主席

男

３８

２０１８

年

７

月

－

２０２１

年

７

月

曾任新诺普思科技（北京）有限公司职员，公

司

ＩＣ

部前端经理；现任公司监事会主席、

ＩＣ

平

台总监。

吴一亮 监事 男

３７

２０１８

年

７

月

－

２０２１

年

７

月

曾任青岛海信营销有限公司、 硅谷数模半导

体（北京）有限公司、新诺普思科技（北京）有

限公司职员， 上海盈方微电子有限公司销售

总监及上海众尚冶金科技有限公司执行董

事；现任公司监事，上海武岳峰投资总监，北

京领骏科技有限公司、 上海晟矽微电子股份

有限公司、 深圳英集芯科技有限公司及全芯

智造技术有限公司董事。

方赛鸿

职工代

表监事

男

３７

２０１８

年

７

月

－

２０２１

年

７

月

曾任公司技术部工程师、 组长； 现任公司监

事、系统产品部高级总监。

（

３

）高级管理人员

姓名 职务 性别 年龄 任期 简历

励民 总经理 男

５３

２０１８

年

８

月

－

２０２１

年

８

月

曾任福州福联科技开发公司职员， 福州瑞科

电子有限公司董事长、总经理；现任公司董事

长、总经理。 曾获得福建省杰出软件人才、福

建省突出贡献企业家、福州市首届优秀人才、

海西创业英才等荣誉。

黄旭

副总经

理

男

５１

２０１８

年

８

月

－

２０２１

年

８

月

曾任福州港务局松门港务公司职员， 福州瑞

科电子有限公司职员；现任公司董事、副总经

理。

陈锋

副总经

理

男

５０

２０１８

年

８

月

－

２０２１

年

８

月

曾任美国贝尔实验室研究员， 中芯国际设计

服务处处长，公司市场部负责人；现任公司副

总经理。

胡秋平

副总经

理

男

５５

２０１８

年

８

月

－

２０２１

年

８

月

曾任湖南株洲中南无线电厂职员， 公司总工

程师；现任公司副总经理。

方强

副总经

理

男

５２

２０１８

年

８

月

－

２０２１

年

８

月

曾任福建省电子器材公司职员， 北天星国际

贸易（上海）有限公司经理，公司业务部负责

人；现任公司副总经理。

林玉秋

董事会

秘书、副

总经理

女

４１

２０１８

年

８

月

－

２０２１

年

８

月

曾任公司职员、证券投资部负责人；现任公司

副总经理、董事会秘书，深圳市维尚视界立体

显示技术有限公司监事。

王海闽

财务总

监、副总

经理

男

５２

２０１８

年

８

月

－

２０２１

年

８

月

曾任福建华兴信托投资公司、 福建华兴实业

公司职员，福海集团股份有限公司财务总监，

福建五和建设发展有限公司常务副总经理、

财务总监， 厦门五和投资建设集团有限公司

副总经理、财务总监，厦门五和科技有限公司

董事，厦门鑫兴荣物业投资有限公司监事；现

任公司副总经理、财务总监，国信信息港科技

有限公司、 国信信息港控股有限公司及国信

信息港横琴控股有限公司董事。

２

、发行人董事、监事、高级管理人员领取薪酬及持股情况

单位：万元、万股

姓名 职务

２０１８

年在公司领取的薪酬（含税） 直接持股 间接持股

励民 董事长、总经理

９６．７９ １５

，

７６７．９９ ２

，

２９０．０３

黄旭 董事、副总经理

７３．３７ ６

，

６６０．０１ －

高松涛 董事

－ － －

叶翔 独立董事

１２．００ － －

黄兴孪 独立董事

１２．００ － －

洪波 监事会主席

９９．７４ － ４８．６０

吴一亮 监事

－ － －

方赛鸿 职工代表监事

８１．６２ － １１４．４９

陈锋 副总经理

１１０．４８ － ３２４．００

胡秋平 副总经理

８８．８５ － ４８６．００

方强 副总经理

７３．８７ － ３８８．８０

林玉秋 董事会秘书、副总经理

６１．２０ － ９７．２０

王海闽 财务总监、副总经理

１２０．５０ － －

３

、发行人董事、监事、高级管理人员在外兼职情况

姓名 兼职单位 兼职职务 兼职单位与本公司关系

高松涛

华芯投资管理有限责任公司 副总裁 公司董事担任高级管理人员的企业

国微技术控股有限公司 非执行董事 公司董事担任董事的企业

北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事 公司董事担任董事的企业

和芯星通科技（北京）有限公司 董事 公司董事担任董事的企业

北京紫光展讯投资管理有限公司 董事 公司董事担任董事的企业

北京紫光展锐科技有限公司 董事 公司董事担任董事的企业

成都赛普为实科技有限公司 董事 公司董事担任董事的企业

深圳市中兴微电子技术有限公司 董事 公司董事担任董事的企业

深圳市汇顶科技股份有限公司 董事 公司董事担任董事的企业

北京华大九天软件有限公司 董事 公司董事担任董事的企业

叶翔

汇信资本有限公司 董事、总经理 公司董事担任董事、高级管理人员的企业

宁波信汇前海股权投资有限公司 执行董事、经理 公司董事担任董事、高级管理人员的企业

宁波信汇前海资产管理有限公司 执行董事、经理 公司董事担任董事、高级管理人员的企业

ＶｉｓｉｏｎＧａｉｎ Ｃａｐｉｔａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ａｄｖｉｓｏｒｓ

（

Ｃａｙｍａｎ Ｉｓｌａｎｄｓ

）

董事 公司董事担任董事的企业

杭州碧海银帆科技有限公司 董事 公司董事担任董事的企业

五菱汽车集团控股有限公司 独立非执行董事 公司董事担任董事的企业

大唐环境产业集团股份有限公司 独立非执行董事 公司董事担任董事的企业

５１

信用卡有限公司 独立非执行董事 公司董事担任董事的企业

晋商银行股份有限公司 独立非执行董事 公司董事担任董事的企业

深圳天保达物流科技有限公司 董事 公司董事担任董事的企业

瑞银证券有限责任公司 独立董事 公司董事担任董事的企业

黄兴孪

厦门大学管理学院 副教授 无关联关系

嘉亨家化股份有限公司 独立董事 公司董事担任董事的企业

厦门金达威集团股份有限公司 独立董事 公司董事担任董事的企业

吴一亮

上海武岳峰 投资总监 公司股东，直接持有

５．２９％

的股份

北京领骏科技有限公司 董事 公司监事担任董事的企业

上海晟矽微电子股份有限公司 董事 公司监事担任董事的企业

深圳英集芯科技有限公司 董事 公司监事担任董事的企业

全芯智造技术有限公司 董事 公司监事担任董事的企业

陈锋 深圳市孺牛投资有限公司 董事 公司高级管理人员担任董事的企业

王海闽

国信信息港科技有限公司 董事 公司高级管理人员担任董事的企业

国信信息港控股有限公司 董事 公司高级管理人员担任董事的企业

国信信息港横琴控股有限公司 董事 公司高级管理人员担任董事的企业

林玉秋 深圳市维尚视界立体显示技术有限公司 监事 无关联关系

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

自公司成立以来，励民、黄旭一直为公司控股股东及实际控制人。 截至

本招股意向书摘要签署日，二人合计持有公司

６６．７６％

的股份，其中：励民直

接持有

１５

，

７６７．９９

万股股份，并通过润科欣间接持有

２

，

２９０．０３

万股股份，共持

有

１８

，

０５８．０２

万股股份，占公司总股本的

４８．７７％

；黄旭直接持有

６

，

６６０．０１

万股股

份，占公司总股本的

１７．９９％

。

自

２００１

年励民和黄旭共同创办公司至今， 二人合计持有的公司股权比例

一直保持在

６５％

以上，二人先后担任公司总经理、董事长等职务，在公司历次

重大决议均保持一致行动，构成对公司的共同控制。为了保持公司经营管理的

稳定性，励民、黄旭签署了《一致行动协议》，约定对本公司任何重要事项的决

策，双方都将始终保持意见一致，且在本公司董事会、股东大会对重大事项进

行表决时按照一致意见执行，本协议自签署之日起生效，有效期至公司首次公

开发行股票并上市之日起三年。

励民和黄旭的基本情况详见本招股意向书摘要披露的“第三节 七、董事、

监事、高级管理人员情况”的相关内容。

九、财务会计信息及管理层谈论与分析

（一）合并报表

１

、合并资产负债表

单位：元

项目

２０１９－６－３０ ２０１８－１２－３１ ２０１７－１２－３１ ２０１６－１２－３１

货币资金

１

，

１１３

，

６３９

，

６０２．２４ １

，

０３７

，

４９９

，

５８６．３４ ７４９

，

３０１

，

９７７．９８ ２３３

，

６３９

，

２７８．１７

应收票据

－ １３

，

４１２

，

８３９．１２ ２２

，

１０２

，

１９２．８０ ２１

，

６１６

，

２７７．０９

应收账款

１０４

，

３８２

，

６６５．０５ ８０

，

８４９

，

２１７．６８ １１９

，

８９８

，

８９９．２９ １５２

，

２４８

，

２１６．３７

预付款项

４

，

３１３

，

７７２．７９ ４

，

７４０

，

４６５．３１ ９

，

０４５

，

９３０．７５ １

，

２７９

，

２２５．２８

其他应收款

４

，

０３８

，

７２６．１０ ４

，

３８０

，

２８２．４３ ６

，

２９５

，

２９４．９８ ３

，

４０６

，

３１１．３５

存货

２９４

，

６２７

，

３９８．７３ ４２１

，

５２５

，

１８３．３０ ４０１

，

７３７

，

５７１．７３ ３４４

，

６９８

，

３９６．８０

其他流动资产

８

，

０７９

，

３６９．５５ １３

，

５５１

，

９４５．８０ １４

，

９４７

，

０９４．３５ ２０

，

８９０

，

１７３．８９

流动资产合计

１

，

５２９

，

０８１

，

５３４．４６ １

，

５７５

，

９５９

，

５１９．９８ １

，

３２３

，

３２８

，

９６１．８８ ７７７

，

７７７

，

８７８．９５

长期股权投资

－ － － －

其他非流动金融资产

４

，

１６２

，

１６２．００ － － －

固定资产

２６

，

６７２

，

２２７．８４ ２８

，

００８

，

９８０．２４ ２８

，

２５３

，

９９２．８１ ２６

，

７４６

，

３９７．９７

在建工程

１

，

６０３

，

４３４．００ － － ６１０

，

０００．００

无形资产

１１３

，

１３５

，

４６９．２０ ５５

，

６８３

，

７４９．７２ ９２

，

４５０

，

３５０．９４ ９３

，

９４６

，

８６３．３０

长期待摊费用

２８

，

００２

，

２４８．０９ ３６

，

９１３

，

２７５．６９ ３９

，

７７４

，

２５４．０７ ６２

，

２９４

，

５３６．２５

递延所得税资产

２０

，

３９０

，

９２４．６４ ２０

，

３６６

，

３９５．２４ ２６

，

０２２

，

４５８．９４ ２８

，

１１０

，

３８９．３７

其他非流动资产

２５

，

７１３

，

６６３．８２ ２３

，

６７４

，

７３１．２３ １４

，

２０５

，

９５０．００ １２

，

５１１

，

６５０．００

非流动资产合计

２１９

，

６８０

，

１２９．５９ １６４

，

６４７

，

１３２．１２ ２００

，

７０７

，

００６．７６ ２２４

，

２１９

，

８３６．８９

资产总计

１

，

７４８

，

７６１

，

６６４．０５ １

，

７４０

，

６０６

，

６５２．１０ １

，

５２４

，

０３５

，

９６８．６４ １

，

００１

，

９９７

，

７１５．８４

２

、合并资产负债表（续）

单位：元

项目

２０１９－６－３０ ２０１８－１２－３１ ２０１７－１２－３１ ２０１６－１２－３１

短期借款

－ － － －

应付票据

－ － － －

应付账款

１２７

，

５０４

，

１０７．００ １４４

，

２９０

，

５８０．９２ １１２

，

１９９

，

５８６．０９ １５６

，

３３７

，

５７９．１６

预收款项

３

，

２５５

，

２９９．２３ ３

，

３５４

，

０６２．１０ ８４０

，

９３１．４２ ２

，

９７２

，

０７９．０５

应付职工薪酬

９

，

３５０

，

４７９．６５ ４７

，

５８８

，

３０５．６０ ３４

，

７３３

，

８８９．２８ ３２

，

５６１

，

２０９．８０

应交税费

１

，

１９７

，

５５３．２５ １

，

２０４

，

８３０．１２ ２

，

２６９

，

５７５．５１ ２

，

０７０

，

７２３．２０

其他应付款

２

，

９１６

，

５７６．９２ ３

，

５４４

，

３３４．９４ １

，

４６１

，

９５８．５０ ５５２

，

８１３．３４

一年内到期的非流

动负债

－ １

，

７８７

，

３２７．７１ ４

，

９０９

，

９５６．４６ １９

，

３５５

，

０４２．９０

流动负债合计

１４４

，

２２４

，

０１６．０５ ２０１

，

７６９

，

４４１．３９ １５６

，

４１５

，

８９７．２６ ２１３

，

８４９

，

４４７．４５

长期应付款

－ － １

，

７００

，

１６７．７１ ３

，

４９７

，

６１４．３５

递延收益

２７

，

３８５

，

９７４．３４ ２７

，

７１９

，

３０７．６７ ２６

，

４８８

，

９５９．１８ ２７

，

６６０

，

１２７．６８

非流动负债合计

２７

，

３８５

，

９７４．３４ ２７

，

７１９

，

３０７．６７ ２８

，

１８９

，

１２６．８９ ３１

，

１５７

，

７４２．０３

负债合计

１７１

，

６０９

，

９９０．３９ ２２９

，

４８８

，

７４９．０６ １８４

，

６０５

，

０２４．１５ ２４５

，

００７

，

１８９．４８

股本

３７０

，

２８０

，

０００．００ ３７０

，

２８０

，

０００．００ ３７０

，

２８０

，

０００．００ １０８

，

０００

，

０００．００

资本公积

７０９

，

１８１

，

７４５．７２ ７０９

，

１８１

，

７４５．７２ ７０９

，

１８１

，

７４５．７２ ４５６

，

８２８

，

１４５．７２

其他综合收益

２３４

，

５７０．３６ ２１０

，

２５２．２４ －５６

，

１５４．１５ ４３６

，

２４１．９５

盈余公积

４１

，

６１４

，

３１６．５１ ４１

，

６１４

，

３１６．５１ ２２

，

０３６

，

０６０．３８ １１

，

３６１

，

９６７．８８

未分配利润

４５５

，

８４１

，

０４１．０７ ３８９

，

８３１

，

５８８．５７ ２３７

，

９８９

，

２９２．５４ １８０

，

３６４

，

１７０．８１

归属于母公司股东

权益合计

１

，

５７７

，

１５１

，

６７３．６６ １

，

５１１

，

１１７

，

９０３．０４ １

，

３３９

，

４３０

，

９４４．４９ ７５６

，

９９０

，

５２６．３６

所有者权益合计

１

，

５７７

，

１５１

，

６７３．６６ １

，

５１１

，

１１７

，

９０３．０４ １

，

３３９

，

４３０

，

９４４．４９ ７５６

，

９９０

，

５２６．３６

负债及所有者权益

总计

１

，

７４８

，

７６１

，

６６４．０５ １

，

７４０

，

６０６

，

６５２．１０ １

，

５２４

，

０３５

，

９６８．６４ １

，

００１

，

９９７

，

７１５．８４
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